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Production of e.g. multilayer metal plastic laminate formmg lead frame, includes 
stamping processes raising contact surfaces and adhesive dams, advancing 
miniaturization by replacement of ball grid arrays 
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Abstract of DEI 9852832 



A metal foil (1) is formed by stamping and/or deep 
drawing of at least one metal contact surface (3, 4). 
The metal foil is laminated with plastic film (2). 
holding the contact surface profile closely. In a 
similar alternative, the plastic film is first laminated 
to the metal foil before stamping. More films and 
foils may be included. An Independent claim is also 




Included for the metal/plastic laminate and 
corresponding lead- or support frame made as 
described. Preferred features: The metal contact 
surface is re-stamped. Following lamination, the 
metal contact surface has a profile height (h) of 20- 
50 microns . There is at least one depression (7) in 
the foil, to make contact with components. There is 
a further depression (5) at the edge of the contact 
surface and/or at least one more (6) in the region 
where lamination will later take place. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder emgereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Verfahren zur Herstellung eines Metall-Kunststoff-Laminats 

(5?) Es wird unteranderem ein Verfahren zur Herstellung ei- 
nes Metall-Kunststoff-Lamtnats, insbesondere eines Lei- 
terrahmens, mit folgenden Schritten bereitgestellt: 

a) - Formen mindestens einer Metallfolie (1) durch Pragen 
und/oder Tlefziehen mindestens einer Metallicontaktfla- 
che (3, 4), 

- nahezu metallkontaktflachenprofilerhaltendes Lamlnie- 
ren der IVletallfolie (1) mit mindestens einer Kunststoffolie 
(2); 
Oder 

b) - Anheften mindestens einer Metallfolie (1) an minde- 
stens einer Kunststoffolie (2), 

- Formen der Metallfolie (1) durch Pragen und/oder Tlef- 
ziehen mindestens einer Metal ikontaktfi ache (3, 4), 

- nahezu metallkontaktflachenprofilerhaltendes Laminie- 
■ ren der Metallfolie (1) mit mindestens der einen Kunst- 
. stoffolie (2). 
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Beschreibung 

Die Erfindung belrifft ein Verfahren zur Herstellung cines 
Metall-Kunstsioff-Laminats, insbesondere eines Leiterrah- 
mcns, cin Melall-Kunststoff-Laminat, seine Verwendung, 5 
ein Verfahren zur Herstellung eincs Melalltragerrahmcns, 
ein Mctalilragenrahmen und seine Verwendung. 

Bei der Herstellung von Melall-Kunslstoff-Laminalen, 
insbesondere von Leiterrahmen, und von Metalltragerrah- 
men. insbesondere fiir elektronische Baueleniente, ist es aus to 
dem Stand der Technik bekannt, daB bei der Kontaktierung 
von eleklronischen Bauelementen, insbesondere von ICs, 
sogenannte ball grid arrays zum Einsalz kommen. Diese ar- 
rays stellen netzartige Anordnungen von Lotkugeln oder 
Leilklebermassen dar. Durch die immer starker zunehmende is 
Miniaturisierung stellt sich das Problem, daB bei zu gerin- 
gen Abstanden der einzelnen Leitklcberpunkte bzw, Lotku- 
geln durch Adhasionseffekte an der Oberflache der Rahmen 
cin ZusammenflieBen der einzelnen Massen nicht immer 
wirkungsvoll unterbunden werden kann, was unter Urostan- 20 
den zu eleklrischen Kurzschlilssen fiihren kann. 

Daraufhin ist in der Vergangenheit ein galvanisches 
Formverfahren von Metallkontakten entwickelt worden, das 
im wesentlichen aus den folgenden Verfahrensschritten be- 
steht: 25 

Zunachst werden auf einem Kupferlegierungstrager funk- 
tionsgebunden bestimmte Abschnitte mil einem saureresi- 
stenten Kunststofflack beschichtet, um anschlieBend die un- 
beschichteten Stellen bis zu einem gewissen Grad halbkreis- 
formig abzuatzen. Diese halbkreisfbrmigen Metallflachen- 30 
Ausnehmungen werden anschlieBend metallisch beschich- 
tet, wobei im AnschluB daran die saureresistenten Kunst- 
stoffabschnitte entfemt werden. Danach konnen solche me- 
tallischen Leiterrahmen mit anderen elektronischen Bauele- 
menten, insbesondere mit ICs, iiber diese profilierten Kon- 35 
taktftachen elektrisch leitend verbunden werden. 

Nachteilig bei diesem Verfahren ist jedoch die Vielzahl 
der Verfahrensschritte, die einen enormea Zeit- und daniit 
Kostenaufwand nach sich zieht. 

Aus dem Vorgenannten etgibt sich das Problem, mit Hilfe 40 
eines neuartigen Verfahrens, eines Laminats, eines Metall- 
tragerrahmens und entsprechenden Verwendungen, die . 
obengenannten Nachteile zumindest teilweise zu beseitigen. 
Das sich ergebende Problem liegt insbesondere darin, auf 
verhaltnismaBig einfache und somit kostengunstige Art und 45 
Weise ball grid arrays zu ersetzen. 

Dieses Problem wird erfindungsgemaB durch ein Verfah- 
i-en nach Anspruch 1, ein Laminat nach Anspruch 6, eine 
Verwendung nach Anspruch 7, ein Verfahren nach Anspruch 
8, ein Metalltragerrahmen nach Anspruch 9 und eine Ver- 50 
wendung nach Anspruch 10 gelost. 
ErfindungsgemaB sind grundsStzlich drei Wege moglich: 
Die eine Moglichkeit bestehtdarin, zunachst eine Metall- 
folie durch Pragen und/oder Tiefziehen mindestens ciner 
Metallkontaktflache zu formen. Die geformte Folie kann als 55 
Metalltragerrahmen fungieren. 

Weiterhin kann die MetallfoUe mit mindestens einer 
Kunststoffolie so laminiert werden, daB das Metallkontakt- 
flachenprofil der MetallfoUe erhalten bleibl. Bei der Lami- 
nierung wird zwar naturgemaB die absolute Hohe der Erhe- 60 
bung der mindestens einen Metallkontaktflache verringert, 
dies anden jedoch nichts an der eigentlichen Erhaltung des . 
Metallkontaktflachenprofils. 

Dariiberhinaus ist es moglich, daB zunachst mindestens 
eine MetallfoUe an mindestens einer KunststofFoUe ange- 65 
heftet, beispielsweise geklebt, wird, die MetallfoUe durch 
Pragen und/oder Tiefziehen mindestens einer Metallkon- 
taktflache geformt und anschlieBend die MetallfoUe unter 
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Erhaltung des Metallkonlaklflachenprofils mit mindestens 
der einen Kunststoffolie laminiert wird. 

Das Pragen oder Tiefziehen mindestens einer Metallkon- 
taktflache geschieht durch die aus dem Stand der Technik 
bekannten Verfahren und Werkzeuge, beispielsweise durch 
einstellbare Prazisionszieh- bzw. -pragestempel. Die Ober- 
flachenprofilierung der MetallfoUe erfolgl nach den jeweili- 
gen erforderUchen elektrischen Gegebenheiten. 

Die erhaltenen MetallkunstsiofF-Laminate konnen zum 
einen derart ausgestaltet sein, daB die erhabcncn ProflUerun- 
gen (die Metallkontaktflachen) von der KunststoffoUe des 
Laminats wegweisen, wahrend zum anderen diese Kontakt- 
flachen sich mit der KunststoffoUe umgebend mit dieser auf 
einer Seite angeordnet sein konnen. 

In vorteilhafter Weise wird die mindestens eine Metall- 
kontaktflache nachgepragt, um den Profllverlauf zu verstar- 
ken und somit zu verbessem. 

Desweiteren ist es von Vorteil, wenn die mindestens eine 
Metallkontaktflache nach der Laminierung eine Oberfla- 
chenprofilhohe von 20 bis 50 pm aufweist, da sich dieser 
Bereich beim Loten, Bonden oder Kleben bewahrt hat. 

AuBerdem ist es vorteilhaft, wenn die MetaUfolie minde- 
stens eine Vertiefung im Bereich der spateren Kontaktierung 
mit Bauelementen aufweist, da die Vertiefung bauelement- 
spezifisch angebracht werden kann und somit auf relativ ko- 
stengunstige Art und Weise die ansonsten anzubringenden 
Lotkugeln ersetzt werden. 

SchUeBUch ist es von Vorteil, wenn die MetaUfoUe min- 
destens eine Vertiefung im Randbereich der Kontaktflache 
und/oder mindestens eine Vertiefung im Bereich der spate- 
ren Laminierung aufweist, da beim Zusammenpressen der 
MetallfoUe mit der Kunststoffolie sich eventuell uberflussi- 
ges Klebstoffmaterial in den Vertiefungen, insbesondere in 
Rillen, sammeln kann und somit ein Verschmutzen der mit 
anderen Bauelementen zu verbindenden Stellen der Metall- 
foUe wirkungsvoU verhindert wird. 

Die nach dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten 
Laminate weisen die oben angegebenen uberraschenden und 
vorteilhaften Eigenschaften auf. 

Entsprechendes gilt auch fur die Verwendung eines nach 
dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten Laminates 
als Halbleitertrager, IC-Gehauseteil, laminierter Connector, 
Schleifer, Biirste, Verbinder, Sensor oder ahnUch ausgeslal- 
tete, andere elektrotechnische Kontakteinrichtungen. 

Das naqhfolgende Beispiel dient zur Erlauterung der Er- 
findung. Es zeigen: 

Fig. 1: die skizzenhafte Aufsicht (bzgl. der in Fig. 2 ge- 
zeigten Ausfiihrungsform von oben gesehen) eines erfin- 
dungsgemaBen Laminates; 

Fig. 2: einen entlang der in Fig. 1 aufgezeigten Linie A-A 
verlaufenden Querschnitt eines erflndungsgemSBen Lami- 
nates; 

Fig. 3: die skizzenhafte Aufsicht (bzgl. der in Fig. 4 ge- 
zeigten Ausfuhrungsform von unten gesehen) eines weite- 
ren erfindungsgemaBen Laminates; 

Fig. 4: einen entlang der in Fig. 3 aufgezeigten Linie B-B 
verlaufenden Querschnitt eines weiteren erfindungsgema- 
Ben Laminates; 

Fig. 4b: einen Querschnitt eines Ausschnittes zwischen 
MetaUfolie und Kunststoffolie, 

In den Fig. 1 und 3 sind beispielhafte Ausgestaltungen 
des erfindungsgemaBen Laminates in Form von Leiterrah- 
men zu erkennen. Diese setzen sich im wesentlichen aus 
metalUschen Abschnitten einer MetallfoUe 1 und Kunst- 
stoffabschnitten einer KunststoffoUe 2 entsprechend den je- 
weiligen elektrischen Erfordernissen zusammen. Die Me- 
talUcontaktflachen 3, 4 steUen die eigentlichen elektrischen 
Verbindungsstellen zwischen den AuBenbeinen eines IC's 
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uhd dem Leiterrahmen dar. 

Lauft man in der Aufsicht der Fig. 1 von der linken iiber 
den kreisfbrmigeo Abschnitt (4) zur rechten Pfeilspitze (Li- 
nie A- A), so sieht der Betrachter die folgenden Abschnitle: 
KunslstofT (2), Metall (1) (darunter Kunststoff (2)), Metall 5 
(4), Metall (1) (darunter Kunststoff (2)), Kunststoff (2). 

Lauft man in der Aufsicht der Fig. 3 von der linken uber 
den kreisfbrmigen Abschnitt (4) zur rechten Pfeilspitze (Li- 
nie B-B), so sieht der Betrachter die folgenden Abschnitte: 
Kunststoff (2), Kunststoff (2) (darunter Metall (1)), Metall to 
(4), Kunststoff (2) (darunter Metall (1)), Kunststoff (2). 

In Fig. 2 ist der Querschriitt einer der beiden prinzipiellen 
Moglichkeiten eines erfindungsgemaBen Laminats abgebil- 
det. Die Mctallfolie 1 ist an einer Stelle der Kunststoffolie 
uber das unterc Ptofil dieser Folie hcrausreichend licfgezo- is 
gen bzw. gepragt. Die erhabene Oberflache 3 der Metallfolie 
1 dient als Metallkontaktflache zum Loten, Die ihr gegen- 
uberliegende Oberflache 4 dient zum Bonden. 

In Fig. 4 ist die andere prinzipielle Moglichkeit der Aus- 
gestaltung eines erfindungsgemaBen Laminates daigestelit. 20 
Wiederum sind eine Metallfolie 1 und eine Kunststoffolie 2 
miteinander (in der Regel klebend) verbunden. In diesem 
Fall befindet sich jedoch der erhabene Abschnitt 3 der Me- 
tallfolie 1 auf der bezuglich der rait der Kunststoffolie 2 ver- 
bundenen Seile der Metallfolie 1 gegeniiberliegenden Seite. 25 
Der Abschnitt 3 dient wiederum als Metallkontaktflache 
zum Loten, wahrend der in der Vertiefung 7 angeordnete 
Abschnitt 4 zum Bonden eingesetzt wird. 

Fig. 4b zeigt eine querschnittsweise VergroBerung eines 
Abschnittes des in Fig. 4 gezeigten Laminates. Es ist zu er- 30 
kennen, daB die Oberflache des Abschnittes 4 rillenformige 
Vertiefungen 5 aufweist,- die insbesondetc beim Kleben 
quasi als "Adhasionsstopper" fungieren und ein unkontrol- 
liertes Benetzen verhindern und/oder unter Umstanden 
uberschussigen KlebstofT beim Laminieren aufnehmen, urn 35 
so ein Beschmutzen des AbschniUes 4 zu verhindern. 

Weiterhin weist die Metallfolie 1 im Bereich der Laminie- 
rung eine weitere rillenformige Vertiefung 6 auf, der eben- 
falls die Aufgabe zukonmit, unter Umstanden uberschiissi- 
gen Klebstoff beim Laminieren aufzunehmen, um so ein Be- 40 
schmutzen des Abschnittes 4 zu verhindern. 
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zeichnet, daB die mindestcns eine Metallkontaktflache 
(3, 4) nach der Laminierung eine OberfiachenprofiU 
hohe (h) von 20 bis 50 pm aufweist 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metallfolie (1) minde- 
stcns eine Vertiefung (7) im Bereich der spateren Kon- 
taktierung mit Bauelementen aufweist. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metallfolie (1) minde- 
stcns eine Vertiefung (5) im Randbereich der Kontakt- 
flache (4) und/oder mindestens eine Vertiefung (6) im 
Bereich der spateren Laminierung aufweist. 

6. MetaU-Kunststoff-Laminat, hergestelit nach einem 
Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

7. Verwendung eines Laminats nach Anspruch 6 als 
Halbleiterurager, IC-Gehauseteil, laminierter Connec- 
tor, Schleifer, Burste, Verbinder oder Sensor. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Metallu-agerrah- 
mens. insbesondere fur elektronische Bauelemente, mit 
folgenden Schritten: 

Formen mindestens einer Metallfolie (1) durch Aufpni- 
gen und/oder Tiefziehen mindestens einer Metallkon- 
taktflache (3, 4). 

9. Metalltragerrahmen, hergestelit nach einem Verfah- 
ren nach Anspruch 8. 

10. Verwendung eines Metall tragerrah mens nach An- 
spruch 9 als Halbleitertrager, IC-Gehauseteil, Connec- 
tor, Schleifer. BUrste, Verbinder, Sensor, 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Metall-Kunststoflf- 45 
Laminats, insbesondere eines Leiterrahmens, mit fol- 
genden Schritten: 

a) 

- Fonnen mindestens einer Metallfolie (1) durch 
Pragen und/oder Tiefziehen mindestens einer Me- 50 
tallkontaktflache (3, 4), 

- nahezu metallkontaktflachenprofilerhaltendes 
Laminieren der Metallfolie (1) mit mindestens ei- 
ner Kunststoffolie (2); 

Oder 55 
b) 

- Anheften mindestens einer Metallfolie (1) an 
mindestens einer Kunststoffolie (2), 

- Formen der .Metallfolie (1) durch Pragen und/ 
Oder Tiefziehen mindestens einer Metallkontakt- 60 
flache (3, 4), 

- nahezu metallkontaktflachenprofilerhaltendes 
Laminieren der Metallfolie (1) mit mindestens der 
einen Kunststoffolie (2). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 65 
net, daB die mindestens eine Metallkontaktflache (3, 4) 
nachgepragt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
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